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編者的話

不管對北投公園的狂奔人群是大搖其頭還是心有同感，你都無法否認，Pokemon Go是智慧手機普及以來最

成功的遊戲，歐美、亞洲等已經開放的國家，都引起了前所未有的熱潮，有媒體(不知道怎麼)計算出來，

玩家就超過790萬人，3個人中就有1個人在玩，有可能引發的「汰機潮」，將為行動通訊相關業者創造將

近50億的商機，Pokemon Go的熱潮讓多數民眾批評台灣人的「跟風」心態，其實跟風的何止玩家？台灣政

府的跟風才真的讓人搖頭。

行政院在之前指出，要推動科技應用與文創產業的結合，除了文化部加入科技會報，即將成立的文化會報

也會邀科技部參與，要打造自己的「寶可夢」。

台灣真的可以弄出自己的「寶可夢」嗎？從技術面來看，Pokemon　Go的確不難，裡面比較新的技術AR(

擴增實境)，對台灣廠商來說早就不是難事，

但Pokemon Go吸引玩家的不是技術，而是裡

面的神奇寶貝(現在官方正名為精靈寶可夢了)

，這款遊戲由日本遊戲廠商GAME FREAK開

發、任天堂在Game boy推出的遊戲，至今已

經超過20年，現在的玩家之所以買單，是因

為那是他們的年少記憶，簡單來說，Pokemon 

Go賣的不是技術，而是文化，儘管對多數人

來說，這被歸類為「次文化」。

文化會用各種方式傳遞ˋ移轉，但就是無法

複製，因為這是從人心最根基之處萌芽發

展，台灣電子產業向來以硬體見長，這幾年

硬體利潤逐漸稀薄，產官學一直呼籲台灣要

揚棄硬體思維，從軟體再出發，但是一場「

寶可夢」就把台灣官方心態打回原形，看來

台灣的轉型還有漫漫長路要走啊！

主編

Pokemon Go成功

是因為技術？





我們都知道，半導體技術的演進，每一代製程讓晶片本身塞入了更多的電

晶體後，提升整體系統效能，體積本身能獲得有效的微縮與控制，這都

促進了全球科技產業不斷向前推移，人類的生活也能變得更加方便與智慧化。

而台積電的16nm FinFET與三星的14nm FinFET製程，在蘋果處理器版本的差

異，在前陣子引起諸多的討論後，半導體產業的下一步，已經將目光鎖定在

即將面世的10奈米，以及在可預見的未來，7奈米也有極高的機會進入量產時

程。

16奈米製程成熟  客戶數量可望增加

EDA（電子設計自動化）暨矽智財領導供應商Cadence（益華電腦）資深副總裁

暨策略長徐季平表示，觀察過去半導體先進製程的發展脈絡，從65奈米進入到

28奈米後，在設計的複雜度上有相當程度的提升。到了28奈米到16奈米（or14

奈米），其複雜度又明顯增加不少。但到了10奈米與7奈米，難度提升的情

況，則較為趨緩。

半導體製程再進化
後摩爾時代來臨

半導體製程的演進不斷促進全球科技產業的進步，到了2016

年，10奈米已經進入就位階段，7奈米的進展似乎也相當樂觀。

另一方面，多裸晶封裝技術在某一程度上，成為摩爾定律的延

伸，為的，就是希望確保多裸晶的單一封裝，能延續其精神。

文／姚嘉洋、邱倢芯
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（Source：www.siliconsemiconductor.net）

要讓「摩爾定律」繼續下去的關鍵，

就在於設備必須能符合微縮、異質與

整合目標。(Source:iot.ieee.org)

September 2016  SmartAuto   9



針對已經量產的16奈米，半導體產業曾有一個說法傳出，

當製程技術不斷向前推移時，能夠採用的客戶數量將逐漸減

少，對於晶圓代工業者來說，客戶數量的減少對於先進製程

的投資將無法產生一定程度的回收。對此，Cadence全球副總

裁石豐瑜則有不同的看法，他提到，16奈米的正式量產已有

兩年的時間，剛進入量產之時，其投入成本一定相當昂貴，

但兩年後，其成本的確出現了下降的現象。若每單位的邏輯

閘的生產成本下降，有明顯的效益出現，再加上設備的折舊

告一個段落與光罩數量的減少，從經濟學的角度而言，就一

定會有業者追求經濟效益，進而採用16奈米製程，他更預

測，採用16奈米的客戶數量也許有機會超過28奈米。徐季平

也補充說明談到，在過去我們原本以為採用16奈米的客戶數

量並不是太多，但到了現在，客戶數量已經遠遠超出了我們

的想像。

迎接10與7奈米  光罩設備就位

接續16奈米的，是準備要進入量產的10奈米，徐季平認

為，10奈米確定已經能夠進入量產，至於7奈米，它類似於

10奈米的延伸版本，就如同當時的20奈米與16奈米一樣的關

係。由於大部份的技術基礎是相同的，現階段的7奈米正處在

設計研發階段，但他相信，要量產只是時間早晚的問題。

根據Cadence與IBS的調查，進入到10奈米與7奈米之後，不論

是晶圓廠、製程研發、光罩與EDA/IP研發的成本，都有明顯

的提升。其中晶圓廠所花費的成本，最大可達到100億美金，

相較於14奈米製程，最多僅花費到70億美金的水準，整整增

加了30億美金。

而像是10奈米與7奈米這類的製程，須得搭配上更先進的光罩

檢測技術；晶圓檢測設備製造商KLA-Tencor（科磊）看準了

Cadence資深副總裁暨策略長徐季平（攝影：林鼎皓） Cadence全球副總裁石豐瑜（攝影：林鼎皓）
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此一檢測需求，針對 10 奈米及7奈米製程，推出了三

款先進的光罩檢測系統，分別是光罩決策中心（RDC）

、可供光罩廠使用的Teron 640，以及供晶圓廠操作

的Teron SL655。

KLA-Tencor 光罩產品事業部副總裁兼總經理熊亞霖

表示，當先進製程進入10奈米與7奈米的時代，其

中最大的挑戰在於，晶圓圖案成像或多或少都會有

些小瑕疵，但是不一定每個瑕疵都能檢出不合格與

修補。

熊亞霖進一步表示，以前的方法都是將成像放大加

以檢測，但是如此以一來會檢測許多，且不必挑出

的缺點。

據了解，最新的Teron 640 檢測系統給光罩廠提供

較好的靈敏度，用以對先進的光學光罩進行精準

的品質檢定。該系統透過193奈米光照和雙影像

模式，結合高解析度檢測和基於空間影像（Aerial 

Image）曝印性（Printability）的缺陷識別，以支援

先進的光學光罩檢測；並加強晶粒對資料庫(die-to-

database) 檢測演算法，以進一步提升缺陷靈敏度。

Teron SL655 檢測系統，則是採用專為10奈米與7奈

米製程推出的STARlightGold技術，用以協助積體電

路製造商評估進料光罩的品質，監測光罩惡化，並

檢測光罩缺陷。其可實現全域光罩覆蓋，藉此支援

包括採用高度複雜的光學近接效應修正在內的各種

光罩類型。

另一方面，光罩決策中心則可支援Teron檢測機台所

呈現的全面性光罩品質測量，熊亞霖解釋，RDC為

一套資料分析與管理系統，其具備多種功能，可支

援缺陷的自動分類處理決策，縮短生產週期，並減

少會影響良率的與光罩相關的光罩圖案錯誤。

熊亞霖認為，透過該公司的Teron 640和Teron SL655產

生的資料，再結合RDC的評估功能光罩和積體電路晶圓

廠能夠更高效地辨識微影中顯著的光罩缺陷，進而改

善光罩品質控制，並獲得更好的產品圖案成像。

左起為KLA-Tencor RAPID系列產品及圖樣形成部門產品行銷處長 Mark 

Wylie、KLA-Tencor光罩產品事業部副總裁兼總經理熊亞霖、KLA-

Tencor台灣分公司總經理王聰輝。（攝影：邱倢芯）

5奈米量產   仍需EUV到位

然而，進入5奈米製程，晶片本身的繞線布局變得更加複雜，徐季平

談到，同時也必須動用多重曝光技術，所以傳統的布局作法已經顯得

不合時宜，所以Cadence採用了新的技術來加以因應，工具方面也必須

有所配合，從EDA供應商的角度來看，從晶圓代工業者開始投入新一

代製程的研發之初，EDA業者的工具就必須投入，並確認工具是否能
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滿足晶圓代工業者的需求。所以，進一步衍生出「設計協同最

佳化」（Design Co-optimization）的概念，在製程研發初期，

就必須要有EDA與矽智財供應商的投入與協助，才能確保先進

製程的開發能較為順利。徐季平更透露，IMEC先前也表示，

投入更為先進製程的開發，工具的協助已經成為不可或缺的要

素，雙方也在去年年底，宣布5奈米的測試晶片已由雙方合作之

下，正式誕生。

針對5奈米，徐季平分析，關鍵在於EUV（Extreme Ultraviolet，

極紫外光），對於半導體業者來說，投入先進製程的成本與後

續的產能都是衡量的因素，EUV若能入量產，設計的複雜度便

能有效下降，他更說，若EUV能順利運作，甚至7奈米就能馬上

進入量產時程。但也因為EUV在現階段的情況仍然不明朗，晶

圓代工業者的態度都是相對保守，不會貿然採取行動。不過，

徐季平也直言，若EUV無法導入5奈米，那麼未來的發展可能就

不會太樂觀。

摩爾定律再延伸  多裸晶封裝不可忽略

不過，雖然徐季平表示，就半導體現今的製程狀況來看，5奈

米仍然是可行的技術，但在這之後，若無法將製程繼續向前推

進，那麼採用多裸晶封裝的作法，應該會是另一個可行的方

向。

就封裝領域來說，因應不同的應用，會有不同的封裝技術來加

以因應，簡言之，有著一定的客製化程度。在過去，由於台積

電對於封裝業務有著不小的野心，其解決方案不斷地向封裝領

域擴展，這使得在前幾年，台積電與日月光之間的關係顯得較

為緊張。

徐季平指出，目前在產業界，晶圓級封裝仍然沒有標準存在，

就作法上，會端視客戶的需求，來提供對應的解決方案，但大

體上，仍然可以分成兩個方向來探討，一是多技術封裝，其次

則是多裸晶（亦可稱多晶片）封裝。前者以感測器、射頻與天

線等不同技術的封裝為主，後者則是目前台積電非常積極想要

投入的領域。徐季平認為，就製程微縮的這條路無法再走下

去，那麼多裸晶封裝則是另一條可行的路，這也可以視為摩爾

定律的延伸。早在五、六年前，台積電推出的CoWoS技術，便

可以視為一種封裝技術，約莫兩三年前，則是以成本導向而祭

出的InFO封裝，這都可以視為多裸晶封裝概念的類型。

徐季平進一步解釋，台積電過去本來就很擅長於向尖端技術挑

戰，所以就設備或是技術而言，投入多裸晶封裝是可以理解的

策略，他也同意，台積電同時布局先進製程與多裸晶封裝技

術，為的就是要分擔風險，萬一未來先進製程的路線不可行，

仍有另一條路可走。他也以英特爾所收購的FPGA大廠Altera為

例，Altera打算將邏輯閘與I/O兩大區塊分開，前者持續以先進

製程賽入更多的電晶體，後者則是以適當製程加以優化，畢竟

類比與混合訊號要用最先進製程微縮，並不具太多的效益。最

後，這兩者再以封裝方式加以整合，這種作法比起傳統以同一

製程將兩者加以微縮，更具發展性。

據了解，晶圓代工大廠台積電針對先進製程與多裸晶封

裝兩大技術，都有所著墨，以達到風險分散的目標。

（Source：electronicscomponentsworld.com）

12  SmartAuto smartauto.ctimes.com.tw
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